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Technologie

Das Verfahren der Lock-in-Thermographie (LIT) gestattet es, 2-dimensionale Bilder der
Verteilung der in einer Probe dissipierten Leistung zu erzeugen. Allerdings sind diese Lock-in
Thermogramme noch durch die unvermeidliche laterale Warmediffusion in der Probe
"verbreitert" (blurred). Das "DECONV"-Programm gestattet es, diese thermische Verbreiterung
durch die Anwendung eines 6rtlichen Entfaltungs-Verfahrens wieder riickgangig zu machen und
dadurch die effektive Ortsauflésung der Lock-in-Thermographie zu verbessern. Die CD enthalt
neben der eigentlichen Software eine ausfihrliche Programmbeschreibung in Englisch und
Beispiel-Files, auf die das Programm angewendet werden kann. Dieses Programm ist die
Weiterentwicklung einer friheren Software ("Vektorielles Entfaltungsprogramm®" vom
18.08.1998).

Eine Single-User-Lizenz der Software DECONYV (Version 8.0) ohne Quellcode
kostet
EUR 750,--

Dieser Preis beinhaltet:

1. Die Lizenzgebuhr zur nicht-exklusiven Nutzung dieser Software.
2. Die Software und das Manual werden im PDF- und PostScript-Format zur Verfligung
gestellt (entweder per E-Mail oder CD-ROM).
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